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본 ×료는 투××들Ç 대상으ü 실Þ¼는 Presentation에Ý의 정ü 제공Ç »É으ü 주ßÞ사 아÷언디¼÷스(÷Ý <Þ사=)에 의õ Ø성¼었으며 ÷의 ¼출, ý사 또는

Ðÿ에 대Ý 재¼포는 ®É¼Ç Í¼ 드½는 ¼È니ö. 본 Presentation에의 참ÞÇ 위와 같Ç 제Ý 사ý의 É수에 대Ý 동의ü 간주´ 것÷며 제Ý 사ý에 대Ý 위¼Ç ­련

Ý권거래½률에 대Ý 위¼에 õ당´ 수 Ï음Ç ç념õ 주Þ기 ¼랍니ö. 본 ×료에 포ý¼ Þ사의 경Ç실É 및 재무성과와 ­련¼ º든 정ü는 기ÆÞ계 기É에 따ÿ

Ø성¼었습니ö. 

본 ×료에 포ý¼ <예ï정ü＂는 ü÷ ×ÿ Èìý 거ÞÉ ÏÇ 정ü들È니ö. ÷는 과거¬ 아닌 û래의 사건과 ­계¼ 사ý으ü Þ사의 향후 예상¼는

경ÇÖ황 및 재무실ÉÇ 의ûÝì, 표Ö상으ü는 8예상9, 8Ì망9, 8계ß9,  8기대(E)9 등과 같Ç 단õý 포ýþ니ö. 위 <예ï정ü=는 향후 경ÇÞ경의 üÖ 등에 따ÿ Ç향Ç

¿으며, 본질É으ü 불×실성Ç 내포Ýì Ï는 ¼, ÷ÿÝ 불×실성으ü ÿÝí 실제 û래실ÉÇ <예ï정ü＂에 기재¼거나 ÕÞ¼ 내ï과 중대Ý ì÷¬ ÀÝõ 수 Ï습니ö. 

또Ý, 향후 Ì망Ç Presentation 실Þÿ Ö재ý 기É으ü Ø성¼ 것÷며 Ö재 Þ장상황과 Þ사의 경Ç방향 등Ç ì¼Ý 것으ü 향후 Þ장Þ경의 üÖ와

Ì략수정 등에 따ÿ ü경´ 수 Ï으며, ü÷의 ìÉ Ç÷ ü경´ 수 Ï음Ç 양ÉÝÞ기 ¼랍니ö. 본 ×료의 Þï으ü ÿõ ÀÝÝ는 Ñ실에 대Ýí Þ사 및 Þ사의

ÇÊÖ들Ç ý õ떠Ý ÍÇ÷ ½öÝÉ Ï음Ç Í¼드½니ö. (과실 및 기Ð의 경ö 포ý) 

본 문Ý는 주ß의 º집 또는 매매ý 위Ý 권çý í성ÝÉ 아니Ý며 문Ý의 ý õ느 ½분÷ ­련 계þ 및 þ정 또는 투× 결정Ç 위Ý 기Í 또는 근거¬ ´ 수 Ç음Ç

Í¼드½니ö. 

Disclaimer
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Industry Overview

피Éî AI Þ대 본격 ¼Ö

혼성신호 SoC 중요성 ½­

혼성신호 SoC 기능

산Æ û징
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01 피Éî AI Þ대 본격 ¼Ö

로봇공Þ(Robotics)과 인공É능(AI)이 융þ된 피É컬 AI Þ대 본격Ö

1세대

2세대

3세대

4세대

ÿß AI

생성형 AI

에÷전트 AI

피É컬 AI

Þ스ú, ÷ûÉ 등 데÷터ý
÷õÝì 처½

사ï×의 요í에 따ÿ
디É털 콘텐îý Ý성

사ï×의 ¼È Ç÷
의사결정 수행Ý는
ÿ공É능 Þ스Ý

AI와 물½É Þ스ÝÇ 결þõ
Ö실 세계에Ý ×율É으ü 행동Ý는 기술

자율주행차
휴머노÷드ü봇

기술 발전에 따ù AI의 발전

JARVIS
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02 혼성신호 SoC 중요성 ½­

전 영î에서 데이터를 효율É으로 í동Þ키는 핵심 î할 수행

아날üý 신호의 È½ 및 출½Ç 위Ý

정×한 ó÷터 센싱 및 처리 필요
제ÝÉÿ ×Ö (Ì½, 공간, þï 등)

→ õ후 SoC 개발 방õ의 ö심 요Í
혼성신호 SoC
ö심요Í

혼성신호 SoC

높Ç 전½ 효율 ÍÍ형Ö 빠ù 처리 Î÷

öî 요Í

높Ç 전½ 효율센싱부 í동부

Renewable Energy

Data Center

Smart Home

Drone

Robot

EV

현실세계의물리신호를
아날로그및디지털도메인간에

변Þ, 처리및통신
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Raw
Data

Structured
Data

Interpretable
Data

Sensors, MEMS,
Switches, Actuators

Amplifiers, Filters,
Isolation

ADC, DAC MCU,
DSP,
APU

FPGA,
CPU,
ASIC,
GPU

FPGA,
CPU,
ASIC,
GPU

Physical Phenomena

Audio, Light, Speed,

Pressure, Motion

Binary Code

0101010010100110

0100010101001010INTELLIGENT EDGE

PMIC, Micromodules

Ö실 세상과 디É털 세상Ç õ결õ 주는 ö심 기술

아÷언디¼÷스 수행 Çî 아÷언디¼÷스 þ수행 Çî

AI í성 요소 간 효율É Ø동을 É원Ýí 전체 Þ스템 성능 향상

Central
Compute

Sense,
Measure,
Control

Condition Convert
Edge

Compute

Power Management

PHYSICAL
WORLD

DIGITAL
WORLD

※ 출처: ADI 내ï 중 ÿ½ý 당사¬ 재¬공

03 혼성신호 SoC 기능
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22조Ö

Ç
Æ
÷
ø
률

234조Ö79조Ö32조Ö 155조Ö

ýþ기능Çº두íÖõ수Ï는

Í수의Æü만참í¬능

IT 산ÆÌ¼에

öîîõ수행

ì½¬¬Þ제품으ü

높Ç수ø달성¬능

Þ¬총æ (Ö 크기)

27.0%
(업계 평í)

3조Ö 매출æ

高수요 高성장 高수ø률

※ 출처: 924년 기É ­ Þ사 ×료(단, Þ¬총æÇ 925년 7Ö말 기ÉÇ) 

04 산Æ û징

<아날로그 + 디É털 + 파워= 기술력으로 진È ¬능한 High-Growth Markets

당사영위사업û징

47조Ö
월말로업데이트
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About Iron Device Corp.

혼성신호 SoC íÖ

Corporate Identity

사Æ Çî

주½ 제품 8스ùúß워앰프9 경쟁½ d ~ h

경Ç 실É
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Analog, Digital, Power

3¬É 혼성신호ý 한 칩으ü íÖ
실Þ간
처리

Í형Ö
전½

효율성

혼성신호 SoC

기
ü

Analog

Power

Digital

01 혼성신호 SoC íÖ

아날로그 Þ로와 디É털 Þ로를 모두 한 칩(Chip)에 í현Ý는 초소형 Þ스템반÷체
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혼성신호(Analog/Digital/Power) Þ스템 반÷체 SoC 팹리스
Ö실 세상과 디É털 세상Ç õ결õ 주는 삼위ÿü형 기술

•È잡음 레퍼런스/앰프 설계 기술

•AFE/센싱Þü

•Sigma-Delta adc/dac, SAR adc, etc.

※ 당사¬ üçÝì Ï는 기술 및 IP

전력전자 (Power Electronics)

기반의파워í동

및센싱기술

•대Ì류/ìÌÖ í동 ß워Í× 설계

•High Side Gate í동/ü호Þü 기술

•Ì류 센싱 및 ü호 Þü

(TSD, OCP, OCL, SCP, OVP, UVLO, etc.)

ANALOG

POWER

고성능제õ및신호처리

디É털 기술

•디É털 신호 ÿ터페÷스 IP

•디É털 신호처½ IP / ü호Íì½즘 / Õ터

•Digitally-Controlled Analog 기술

DIGITAL

초È잡음고성능

아날ü그회ü기술

02 Corporate Identity

아날로그-디É털-파워 혼성신호 Þ스템 반÷체 SoC 리더

11

디자인재구성
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핵심기술/IP

응용처

SoC 제품

BCDMOS 공정Ç÷ï한

통þ칩(SingleSiliconTM) 

설계및제품Ö기술

혼성신호
(Mixed Signal)

Design IP

Analog Digital Power

고효율ET
부스트컨버터

배터리/온÷
모니터ù

È잡음고성능adc
/ op-amp.

출력레벨별
게÷트드라÷버

고효율
DAC+앰프

고신뢰성
Power Stage

IronTuneTM

(PEQ/DRC/etc)

È잡음레퍼런스/앰프설계기술

AFE/센싱Þü

Sigma-Delta adc/dac, SAR adc, etc.

초È잡음고성능아날ü그회ü기술 전력전자(Power Electronics) 기반의파워í동및센싱기술고성능제어및신호처리디É털기술

디É털신호ÿ터페÷스 IP

디É털신호처½ IP / ü호Íì½즘 / Õ터

Digitally-Controlled Analog 기술

대Ì류/ìÌÖí동ß워Í×설계

High Side Gate í동/ü호Þü기술

Ì류센싱및ü호Þü(TSD, OCP, OCL, SCP, OVP, ULVO, etc.)

Boosted Piezo Amplifier

High Voltage Amplifier

Audio-Haptic Driver

BLDC Motion Control Driver

SiC/GaN Gate Driver

Isolated Sense Amplifier

Smart Power Amplifier

Audio Hub (Codec)

Display Sound Motor Driver WBG Power ICAudio

스ù트폰/태블¿ VR/AR/XR/MR TV/모니터/Laptop ü봇 전기자동차

03 사Æ Çî

양산 검증된(Silicon-Proven) 혼성신호 IP 기반 É용 제품 및 응용처 ×대
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스마트폰 Þ장의 정체기Ç에÷ 불íÝ고 고성능 앰프 수요 증¬로 P와 Q의 ×대

수요 Ý¬ 요ÿ

¬격 Ý¬ 요ÿ

스피커 크기 Ý계 þý

→ Í형Ö, È전½

오디오 ì품질 요í

→ 고기능성

단ÿ 기기당 앰프 수 Ý¬

모노 → 다Ì널 오디오

스ùúß워앰프 Éï처 ×대

→ AI스피커, XR/VR 등

04 주½ 제품 8스ùúß워앰프9 경쟁½ d ¼요

스ù트파워앰프 SoC

제Ý¼ ÌÖ의 Þ경에Ý 高효율, 高음질의

Í½ý 재Ýõ 수 Ï÷ý 스피커ý í동Ý는

Þ스Ý ¼÷ü

최대한의 음압Ç 얻õ내면Ý

스피커의 신뢰성Ç ×보Ý는 위한 ö심 부품

스마ú파워앰프 Þ장 û성

글ü벌 태블¿ Éï 앰프 수 Ö황

글ü벌 스마ú폰 Éï 앰프 수 Ö황

※ 출처: Canalys

(단위: ½만¼)

(단위: ½만¼)

앰프 수(E)

588824년 출Ýÿ

147

앰프 수(E)

2,446824년 출Ýÿ

1,223

X 2

X 4
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Class-DH 파워앰프

대Ì류/ìÌÖ í동 H-Bridge ß워
Í× 설계 기술

High Side Gate í동 기술

ì음질 Digital to Power üÞ 기술

ÌÖü동에 따ù 왜í ü상 기술

출½ÌÖ 예ï 기술

스마ú
파워앰프

SoC

V/I 

Sensing

ü호Þü/

Íì½즘

ûÖ형

DC-DC 컨버터

Class-DH 

ß워 앰프

보호회ü/알고리즘

스피커 ºûù

제õ Íì½즘 설계

최ÉÖ¼ DSP S/W íÖ

출½ 단Ā, 과Ì류 검출 및 ü호Þü

온÷ ü호Þü

정Ì기 ü호Þü

V/I Sensing

스위칭 출½ÌÖ의 레벨 üÞ기술

½ÝÌ류 센싱 기술

16bit ÷상, 100kHzSPL ÷상의 ÈÌ½
ÞýùûÐ ADC

디É털 오디오 ÿ터페÷스 기술

û압형 DC-DC 컨버터

대Ì류/ìÌÖ í동 ß워Í× 설계 기술

High Side Gate í동 기술

¬í주ß수 ÇîÇ 피Ý는
Synchronous Boost Converter 기술

빠ù 응÷ û성Ç 위Ý 디É털
Feed-forward 기술

Analog + Digital + Power

Digital + Power

Analog + Digital

Digital + Analog + S/W

4¬É모두íÖ¼õý제품Ö¬능
→ 혼성신호SoC 반÷체반드Þ필요

04 주½ 제품 8스ùúß워앰프9 경쟁½ e 기술진È장½

외부 환경 및 변Ö를 센싱 Ýí 스마트파워앰프 내에서 ×체É으로 판단 및 출력값 조절
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스ù트파워앰프 SoC 

Digital Analog

Power S/W

î내유ÿ융복합Þ스템

스마트파워앰프 SoC H/W 요소 기술 및 ø×É인 S/W 알고리즘 ü유

04 주½ 제품 8스ùúß워앰프9 경쟁½ f 실제 Éï 사례

û압형고성능스ù트파워앰프블ý다÷어그램

D/A
Conversion

Voltage
&

Current
Sensing

A/D 
Converter

É용형/예측형제어알고리즘

(Digital + Analog + S/W)

Audio Power AmplifierAP or Audio Hub

Digital
Interface

오디오 재Ý 방향(í동½)

ÌÖ/Ì류 센싱 방향(센싱½)

Class-DH
Audio

Amplifier

Digital
Interface

Reference
& Bias

Boost
Converter

12C
Control

Control Signal

Audio Signal

Battery

DSP Signal
Processing

V/I Feedback

VI 센싱및ADC

(Analog + Digital)

Class-DH 오디오파워앰프

(Digital + Power)

û압형DC-DC 컨버터

(Analog + Digital + Power)

ß워 Íº

[ 엔벨ü프ú래킹 ]

아÷언디¼÷스 Ð사
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고전압 / 대전력 ø자Éÿ SPA 알고리즘 Hardware / Software partitioned DSP1

BCDMOS 공정으ü 단ÿ칩으ü 40V¯의

ì성능 디É털 엠프 제품과 기술 IP üç

→TI와더불어글ü벌최고수준

F/F(feed-forward) 방ß의 예ï형 제õ방ß으ü

Þ장 ×장성 & Ö¬ 경쟁½ ×ü

→수요처검Ý완료및양산É용중

Qualcomm, MediaTek, Exynos AP까É

ÉÖ ¬능Ý S/W îÿ×ü

→ 高성능알고리즘을È전력으üí현가능

경쟁사

6V, 8.5V, 10.5V 순으ü 제품 ÀÌ

12V ÷상Ç 신뢰성 검Ý 진행 중

VS.

12V 수준에Ý û세 엔벨ü프ú래킹
기술기반 최고 효율 수준 달성

20V 양산 ÷½ ×보 & 
25V Þ제품 단계 진È

출처: Counterpoint research

Mediatek Qualcomm Samsung Apple

UNISOC Huawei(HiSilicon) Others

주1) DSP(Digital Signal Processor): 디É털 신호 처½ 장Þ

핵심 기술력 기반 오디오 앰프 반÷체 Þ장 내 경쟁 우위 ×ü

Battery

AP

Boost
Converter

Digital Audio 
Amp

þ 6W

(Protection 
Algorithm S/W)

(Voltage & Current 
Sensing ADCs)

Battery

AP

Boost
Converter

Digital Audio 
Amp

þ 4~6W

(Advanced Protection S/W)

Gen.1) Boost Amplifiers

Gen.2) V/I Sensing Protection Boost Amplifiers

Battery

AP

Boost
Converter

Digital Audio 
Amp

þ 2W

Gen.3) APS Advanced Protection

04 주½ 제품 8스ùúß워앰프9 경쟁½ g öÖ성 É표

[글ü벌 스ùúó AP Þ장 점ç율(925.1Q)]

34%

21%

14%

4%

3%

23%

1%

글로벌 점유율
‘25.1Q로업데이트
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아÷언디¼÷스 C사 G사 A사 T사 A사 / Y사 / T사

î내 ûî 중î 중î ûî ÿ본

í분 Éï 기술 양산IP기술 팹½스 팹½스 팹½스 팹½스 IDM IDM

ìÌÖ/ 대Ì½
BCDMOS

기술

6V ½스ú 앰프(2W) ○ O O O O X

8.5V ½스ú 앰프 (4W) ○ O O O O X

10.5V ½스ú 앰프 (5W) ○ O O O O X

12V ½스ú 앰프 (6W) ○ O O Δ O X

20V ½스ú 앰프 (40Vpp) ○
Δ

(15V)
X X X X

Fine Step 엔벨ü프ú래ù ○ O X X O X

S/W Íì½즘
SPA

Íì½즘

2세대 SPA (V/I센싱) ○ O O Δ O X

3세대 SPA (예ï형) ○ X X X X X

ALSA 표É Device Driver ○ O Δ O O X

Éï AP
Partitioned

DSP

Qualcomm AP 포× ○
X

(×ü DSP)
O O O X

MediaTek AP 포× ○
X

(×ü DSP)
O O O X

Exynos AP 포× ○
X

(×ü DSP)
O X O X

(Δ: ¼À중)

글ü벌 오디오
¼÷ü Æü

•ìÌÖ 혼성신호 기술Ç ¼Õ으ü Þ장÷ 요íÝ는 기능의

제품Ç Time-to-market으ü 대응õ 수 Ï는 기¼ üç

•×ü IPý 기¼으ü Ý High-Mid-Low 제품들의 포ú÷½오ý

í성Ýí 안정¼ Þ장 점ç율 ×대Ý는 Ì략÷ ¬능

3세대 신기술ÿ APS(Advanced Protection Algorithm)ý

ÉïÝí Í형 칩 사÷즈에 íÖõ 수 Ïì 2세대 V/I센싱 앰프

ý 대üõ 수É의 성능 ×ü (2023년½터 양산 Éï)

당사경쟁ö위포ÿú

주요경쟁업체현황

C사 : ì¬제품에 제품군에 주½

G사 : ö양Ý 제품군 üçÝ ç럽 N사의 사Æ½ý ÿ수Ýí

기존제품으ü 중상¯ Þ장에 대ÿ 양산 중÷나

ÿ수 후 ×ü 신제품 출Þ Éõ

A사 : È¬형 ûÖ 앰프ü 중î ODM Þ장에Ý 큰 성장Ç

ÝÆ으며 중상¯ ºû에Ý 경쟁중

글로벌 최고 수준의 기술력·사업성 ü유한 î내 유일 기업

주요 경쟁사와기술 비교

다수의ÿ본업체는Í프ú웨õ중요성이
가ÎÖ되는디É털전환기에도태됨

04 주½ 제품 8스ùúß워앰프9 경쟁½ h 경쟁사 þ교
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(단위: ½만Ö)(단위: ½만Ö)

05 경Ç 실É (분기ü/õ÷ü)

25.2Q 매출 8.9ö원, 기존 모델 출Ý량 감소 및 신제품향 납품 전 일ÞÉ 공백기 발생으로 매출 ÝĀ
→ 3분기부터 대표 고½사의 신규 모델에 공급 ¼Þý에 따ÿ 분기별 매출 증¬ 기대

4,404 

5,437 
6,232 

8,372 

'21 '22 '23 '24 '25(F)

925년 2분기 Review 925년 3분기 Preview

7Ö부터대표고½사향신ý스마ú폰모델ü스마ú파워앰프납품¼Þ

25년 Ý¼기 출Þ 예정ÿ ì세대 스ùúó ºû에 <High Boost Amp= 공¯ ¼Þ

주요고½사향신ý디바이스 2종으ü스마ú파워앰프Éï×대

신규 디¼÷스 ºû A <High Boost Amp= 4pcs 공¯ (3분기말 공¯ 예정)

신규 디¼÷스 ºû B <Boost Amp= ¹품 (4분기 중 ¹품 예상)

2분기매Ý액Ç 8.9öÖÇ기ý하며 YoY 56.2%감Í, QoQ 16.2% 감Í

기존 스ùúó ºû 출Ýÿ 감Í에 따ù 스ùúß워앰프 공¯ ÝĀ

신규 스ùúó ºû Éï ÿ정÷ 예상üö Éõ¼에 따ÿ ÿÞÉ 매출 감Í

î내대표고½사향신ý디바이스모델 3종으ü스마ú파워앰프제품공¯×정

주요 ì½사향 ì기 스ùúó 및 신규 디¼÷스 2종 öî 공¯사ü 선정

분기별매출 추÷ õ÷별매출 추÷

2,033 
2,361 

1,507 
1,063 890 

'24.2Q '24.3Q '24.4Q '25.1Q '25.2Q '25.3Q '25.4Q

페이지업데이트



03
Core Business

주½ 제품 8스ùúß워앰프9의 성장 d e

×장 제품의 Þ장 진È

사Æ ×장성



20

01 주½ 제품 8스ùúß워앰프9의 성장 d ì½사 M/S ×대

고½사 니즈에 맞는 세그먼트 별 타겟 전략 수립 → M/S 30% Target 

2024년대표 수요처수ÿ 대응 제품군

세ú 수ÿ Õ요 앰프 수ÿ

2.7ö대

4.6ö개

프½ûÅ
25%

Mass
75%

프½ûÅ
26%

Mass
74%

V/I Sensing
Smart PA

High Boost 
Amp

Boost Amp

Smart PA(S/W DSP) / 6W ~ 7.5W

음질 ¼선 및 ½품 공ïÖ

→ 주요 공¯Æü 선정

High Boost Amp / 4W (with APS / 6W)

Mass ºû 음질 ¼선

→ 기존 ¹품 Reference 기¼ ºû ×대

Boost Amp / 2.6W

→ 검Ý¼ 제품으ü Entry¯ 스ùúó Þ장 공략

※ ×사 Ý정
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01 주½ 제품 8스ùúß워앰프9의 성장 e Éï처 ×대

음성인ß 기반 AI 중요성 부­

OpenAI CEO Sam Altman(2025)

<AI needs a new terminal because it 
changes the way it interacts with 
computers from the ground up=

<Voice (manipulation) 
will be the key=

글ü벌 기업들의
음성ÿß 기반 AI 개발 Ý¬ 추세

[글ü벌 음성ÿß Þ장 ý모]

...

18.4

51.7

'25년 '30년(E)

(단위: 십억달러)
CAGR 22.9%

(825~930)

※ 출처: Mordor Intelligence (2025.1)

아÷언디¼÷스

음성ÿß 분ý

주요 경쟁½

01

02

03

칩단위(H/W)에Ý 코ô 기능(IP블ý형태)Ç 보유한 Í수 기업 중 Ý나

8Ì널 MIC õ결 및 음성ÿß ÉÖ÷ ¬능한 당사 자체 제품 Éï ÷½ 보유

Í프ú웨õ(S/W)에Ý 필요ü Ý는 기능Ç 반÷체 칩에Ý íÖ ¬능

Ö황 글ü벌 ÿÝ크 기Æ들의 음성ÿß 정×÷ý 높÷기 위Ý 경쟁 Þõ

...

825년 2Ö AI ºû ¼À/öÇ 및 경ÿÖ Ì문기Æ æ션ß워와
온디¼÷스 AI Õ루션 ¼ÀÇ 위Ý ¼À 협½ ü결

...GIGA Genie 2 Galaxy Home

주½ 제품 8스마ú파워앰프9 경쟁½ 기반

차세대 스마ú 디¼÷스ü ×장

예) 메Ð의 Ray-Ban 스ùú 글ÿ스, 5 Mic array
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02 ×장 제품의 성장 Þ장 진È÷

스마트파워앰프는 모터드ÿ이버, AR/VR/XR, 디스플레이사운드앰프 등으로 ×대 É용 ¬능

오디오-햅ó드라÷버 SoC 디스플레÷사ö드앰프 SoCAR/VR/XR 스피커앰프

산업 동õ

Éï 산업

사업 Ö황

산업 동õ

Éï 산업

사업 Ö황

산업 동õ

Éï 산업

사업 Ö황

OLED 디스플레÷에 세라ü피에조(Piezoelectric,압전) 

Í자ý붙여스피커(ú랜스듀Ý)ü 사ïÝ는새üö기술

AR/VR/XR 기기에Ý 오디오 관¸ 기능Ç

매ö 중요Ý며 ÿ간과 Í통Ý는 ö심 기술

Î­과 오디오ý ý께 결þÝ는

8오디오-햅ó9 신기술

- 스ùú 기기의 베젤½스/포ú½스/버튼½스 디×ÿ Ý세

- 세ú ¼À Æü의 ÉÎÉ 니즈 존재

- î내 Æü S사, L사는 패널 제Ø사에Ý ÉþÉ Éï 진행

- õ외 Æü 세ú 및 ½품 Æü Ì¼의 상ïÖ R&D ÉÎ

- 삼성, 메Ð, Í니 등 제품 출Þ 완료

- å플, í글, ä오û 등 제품 ¼À 진È

- 매년 앰프의 출½ Ý¬Ý는 수요 ÉÎ

- 923년~927년 Þ장 규º 32.6% CAGR 성장 Ì망

※ 출처: Counterpoint research, IDC. 2023.6

스ùúó, 웨õÿ블, Ü블¿, 

게Ç 콘Õ 및 컨ú롤ÿ, ×동ì, VR/AR 등

- í글의 오디오 결þ 햅ó 효과 ÷È

- 안드ü÷드 스ùúó ì¯ 햅ó 탑재율 Ý¬ Ì망

- 820년 ÷후 3~4년 동안 Þ장 규º 두 ¼ 성장 예상

VR/AR, 게Ç, 엔터Ýÿ¾ú, 교è,

산Æ 디×ÿ 및 프ü토Ð÷Õ 등

스ùúó, 웨õÿ블, Ü블¿, 

TV, ×동ì, 게Ç, 디스플레÷ 광ì 등

- 세계 최Í 스ùúó 양산 Éï ÷½ üç

- 세úÆü와 노ú¾/º니터 등 디스플레÷사ö드

¼À 중÷며. ì½사 최종 데º 진행 중

- 세úÆü와 Þ제품 제Ø 후 3GPP Ý스ú 진행 중

- 세úÆü S사와 제품Öý 위õ ¼À 중÷며, 엔É니õù

샘플 ×ü¼õ S/W 포ýÝ 검Ý 진행 중

- 산×½와 스ùú 기기 Î­ ¼응Ç 위Ý 12V ûÖ형 VI 

센싱 오디오 햅ó 드ÿ÷버 SoC 정½ 과제 수행 완료

- 826년 양산ï Þ제품 출Þ 예정

- å플 þÌ 프ü와 메Ð 퀘스ú 등 공간þ퓨× 기기ü

ÉïÇ ×대Ý기 위õ ì세대 VI 센싱 ß워 앰프 ¼À 중

- AR/XR 디¼÷스는 스ùú 앰프¬ 4¼까É 사ï¼ì Ïõ,

당사÷ 글ü벌 세úÆü 니즈ý ¼ÇÝ Þ제품Ç Éþ 중
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아날ü그(타사) 혼성신호SoC (당사)

50mW 2W 5W 10W 1kW ß워-ì출½ 방향

진È장벽 (파워 & 공정)

사Æ 주½ 분ý 중장기 Ì략 분ý

Single Chip Solution Multi-Chip Solution

È출력에서 고출력까É 다룰 수 있는 혼성신호 기술 진È장벽 및 향후 ×장성

150W30W

아날üý 경쟁사들

AI SPK, Car 
Infotainment

모바ÿ앰프

헤드폰앰프 스마ú파워앰프

SoC ,

오디오-햅틱

드라이버SoC

디스플레이

사운드앰프

SoC BT,

Sound Bar

IPM

PA

03 사Æ ×장성



04
New Business

Öþ물Ì½¼÷ü의 Õ요성

Þ장 Þ경 üÖ와 기Þ

¼À Ö황

Vision
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01 Öþ물Ì½¼÷ü의 Õ요성

기존 Si 전력반÷체 대비 전력 효율이 우수한 SiC·GaN 등 Öþ물 전력반÷체 소×의 필요성 부­

O
u

tp
u

t 
P

o
w

e
r 

 (
V

A
)

Operating Frequency (Hz)

10M

1M

100K

10K

1K

100

10

10 100 1K 10K 100K 1M 10M

Si (실리콘)

SiC (탄ÖýÍ)

GaN (질Ö갈륨)

고전½ 및 고전압 å플리케÷션에 Éï ¬능

È전½ 및 고주파 å플리케÷션에 Éï ¬능

공정효율성 및 ¬격경쟁½ 존재Ý나
ìÌ½ 및 ì주ß Éï 불¬

High Power

High Speed

신재Ý에너É
Ì기ì

¬Ì

ü봇

데÷터센터 î방

ý공

ì÷

파워
드라÷버 IC

전½Í자
(SiC/GaN 등)

전력Í자는그에맞는파워드라이버 IC가있õ야제성능Ç발휘
→ 응ï처 ü ß워 IC 세분Ö Õ요

Öþ물 전½반÷체 û징

컨ú롤ÿ IC Controller

…

AD/DC DC/DC DC/AC
ìÌÖ
베터½

M

예Þ) ß워 ¼÷ü Í×(GaN, SiC) Éï ß워 üÞ Þ스Ý

Í형Ö ¬능 전½ Í비 감Í 발õÿ 감Í

Gate Driver Floating Supply Sense Amp.

Öþ물전½반÷체개요
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02 Þ장 Þ경 üÖ와 기Þ

휴머노이드 로봇 및 모빌리티 Þ장 변Ö에 부þÝ는 고부¬¬치 제품 ¼발

ü봇 í동Ç위한 스마úæ추에÷터드라÷버 차ÿï48V 전기·전자Þ스템에최ÉÖ¼Õ루션

Actuator Drive

Dexterous hand

¥ 10,040 x 2 
(15%)

Linear Actuator

¥ 3,170  x 14
(33%)

Rotary Actuator

¥ 4,070  x 14 
(42%)

Motor Control and Drives

48V cabling

12V cabling

Power module

48V load

12V load

ASIL D 12V load

※ 출처: CITIC Ý권
※ 출처: Vicor, Electrified Vehicles - 48V is the New 12V, Vicor EV Applications

신규페이지
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GaN Öþ물 전력반÷체 소×를 활용한 파워 드ÿ이버 IC ¼발 완료

03 ¼À Ö황

H
S

L
E
V
E
L
 
S
H

I
F
T
E
R

LS

LEVEL 

SHIFTER

VBST

HOP

HON

POUT

5 V

LOP

LON

PGND

AGND

VDD

UVLO

DTN

DTP

CONTROL 

LOGIC

DELAY

UVLO & 

CLAMP

S

R

Q

D
R

IV
E

D
R

DEAD-TIME

CONTROL

D
R

IV
E

D
R

MODE

INH

INL

VDD

5 V

HG

LG

PIN

HS

VDC

OUTPUT

HOP

HON

HG

LOP

LON

LG

Integrated-Dies WLP

ㆍ패키É: 90-ball FoWLP (4.9 mm x 5.0 mm)

ㆍ 100V GaN 및하프-브리É드라÷버

ㆍ Bootstrap 동ØÇ 위Ý 최대 +100 V 플ü× ÌÖ

ㆍ 플ü× ÌÖï 내장 Bootstrap ö÷오드

ㆍ GaN FETï 4.5 V ~ 5 V 공¯ ÌÖ ¼위

ㆍ 3 A Source 및 6 A Sink Peak í동 Ì류

ㆍ 빠ù 전달Þ간 (ÿ반 24ns)

ㆍ Ì널ü ø½Éÿ Undervoltage Lockout (UVLO)

ㆍ 정밀Ý Dead-Time 조정 기능

ㆍ MODE, INH, INL ÕÇ 통Ý È½ º드 제õ

ㆍ 동Ø 온÷ ¼위: -40 ℃ ~ 125 ℃

ㆍ 응ï처: 고출½ 오디오앰프, ü봇 æ추에÷터 드라÷버 및 컨버터

※ WLP: Wafer-level package

디자인및데이터Þ트업데이트
이영ß상무님×인

GaN Power Module for 
Smart Actuator
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04 Vision

î내 유일 융ýþ Þ스템(Digital + Analog + Power + S/W) 기반 다양한 미래산업향 ×장

ü봇

ó÷터센터 û래 모빌리ò 스마ú Þ스템

스마ú 디¼÷스



Appendix

Þ사 ¼요

Þ사 õ×

R&D Ö황 d e

주요 ßú너ï

글ü벌 진출

요þ 재무제표
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회사 개요

01 Þ사 ¼요

삼성전×, 페õ차일드 출신 전문 인력들로 설립된 혼성신호 SoC의 리더

회사명 (주)아이언디바이스

대표이사 ½기Ü

설립ÿ 2008년 05Ö 01ÿ

자본® 6,982½만Ö

매Ý액 8,372½만Ö (824년 기É)

사업분야
혼성신호 SoC (System-on-Chip) ¼÷ü

기ß/설계 및 제조/판매

임ÊÖ수 46명 (925.06 기É)

Í재É ÝþÞ ½¸í ½¸대ü 636, 7ÿ (신사동, 두Ö빌딩)

홈페이É www.irondevice.com

대표÷사 ½ 기 태

혼성신호¼÷ü 분ý

경½ 31년 Ì문¬

•(주)아÷언디¼÷스 대표÷사

•삼성전자 반÷체 ÍÇ

•페õ차ÿ드(온세û) 반÷체 선Ç

•Ýþ대Þ교 전기공Þ과 Þ사/Þ사 ø업

'25년 6Ö 말 기준,
ö심기술ÿ½ 평í 업½ 24년
ÇÊÖ 평í 업½ 14년

Market Proven 

스마ú파워앰프 SoC 제품

누É 3ö개 판매

설계 분ý î내 탑òõ

ø보É 기술 수준 ×보

회사 õ×

업데이트

http://www.irondevice.com/
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Product Development

Branded Product

2016 Ì략É 투×× çÞ

2017 ÷ù크 É사 설½

2017 (주)실½콘ù÷터스 계õ사 편È

2017 1200V SiC í동ï ß워IC ¼À í수 (30¼Ö)

2018 당사 기술제품의 제품Éï
(S사 스ùú스피커) (*실½콘ù÷터스 제품)

2019 당사 기술제품 Éï ×장
(S사/L사 스ùúó 등) (*실½콘ù÷터스 제품)

2019 GaN IPMï ß워IC ¼À í수 (45¼Ö)

2020 HiFi DAC 피에조 스피커 앰프 출Þ

2021 Galvanic Isolation 드ÿ÷버 Þ제품 출Þ

2021 SMA Þ½즈 누É 2.5ö¼ 판매

2021 ×ü Ý산제품으ü공¯ ÞØ(S사 스ùúó)

2021 Series-A 투× çÞ

2022 Audio ½문 ø½ SCM öÇ

2022 ×ü Ý산제품 2Ü만¼ 공¯

2022 SiC컨버터 스ùúß워IC îÍ과제

2023 예ï제õ방ß스ùúß워앰프양산

2023 Series-B 투×çÞ

2023 대만Q사에ìÿï앰프공¯ÞØ

2023 Í½장기술û례평¬통과

2023 Öþ물Ì½¼÷üì÷Ö사Æ 참í (45¼Ö)

2024 코스÷상장

2025 본사 ×장÷Ì (신사동, 두Ö빌딩)

2025 GaN Ì½Í×í동ï게÷ú드ÿ÷버IC ¼À

2025 ÝîÝ산기술õíÖßú너기Æ선정

2008 ½ÿ설½

TSMC, Key Foundry, UMC, DB Hitek 등
주요 Foundry 계þ

벤처기Æ ÿÝ

ç럽 ì성능 오디오 Þ사와 제품¼À 계þ

2009 스ùú-SOC 외 îÍ과제 진행

2010 무î협Þ ¬È

2012 기Æ½설 õíÍ 설½

2013 õí¼À Ýþ스Æ 신ì

2014 산Æ통상½ 스Ð팹½스 기Æ 선정

2015 ½품Í재 Ì문기Æ 등ý

Process / R&D Setup IP Development

2008~2015

2016~2021

2021.11~

02 Þ사 õ×

Phase-I

Phase-II

Phase-III

업데이트
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18.6 
20.4 

18.2 

48.9 

2021 2022 2023 2024 2025

03 R&D Ö황 d

î내외 반÷체 경력 위주의 전문 인력으로 í성된 조Ê

î¬ R&D 과제

총 13건

ö심 기술별 ûÝ

40건(등ý28/출Ö12)

º¼ÿ ½스ú 앰프 / 디스플레÷ 사ö드 앰프 / 디É털 앰프 / 주ü Þü

풍부한경험

삼성Ì× Þ스Ý LSI 출신 팀Ö들

주Þ으ü ¼À팀 í성

설립이후양산공¯이력

누É 3ö¼ ÷상 양산 실É 달성

õí개발투자Ö황
(단위: öÖ)
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03 R&D Ö황 e

ö심 기술별ûÝ Ö황

í분 öî 기술 üç 기술에 대Ý Éß재산권 등ý번호 î¬

1

º¼ÿï
½스ú 앰프

휴대ï 단말기의 스피커 장Þ 10-0651520 KR

2 휴대단말기의 노÷즈 제거 장Þ 및 방½ 10-1778525 KR

3 스피커 드ÿ÷버 및 ý 동Ø 방½ 10-2013118 KR

4 ÷동 통신 단말의 음향 장Þ 및 ý 동Ø 방½ 10-2113030 KR

5 플ÿ÷½ DC-DC 컨버터의 피드½ Þü 및 플ÿ÷½ DC-DC 컨버터 10-2589705 KR

6 ÌÝ 충ÌÞü 10-1524701 KR

7

디스플레÷
사ö드 앰프

スピーカードライバーお よびその動作方法 7104813(20P0234WOJ) JP

8 Speaker driver and operation method there of 11,284,192 US

9 发明创造名称 扬声器驱动器及其操作方法 ZL201880035088.7 CN

10 오디오출½패널 및 ý 오디오출½패널Ç ¾는 디스플레÷장Þ 10-0642506 KR

11

디É털 앰프

úòÌ널 오디오 신호의 ööü스 방½ 및 장Þ 10-0717154 KR

12 와÷드 º노 사ö드 재Ý 방½ 및 Þ스Ý 10-0619082 KR

13 오디오 매ú¾스 ÿ코딩 및 디코딩 방½ 및 장Þ 10-1439205 KR

14 출½ 신호의 노÷즈 ü상 Þü 및 노÷즈 ü상 Þü의 동Ø방½ 10-1181193 KR

15 오디오 신호 출½ 방½ 및 ý에 따ù 오디오 신호 출½ 장Þ 10-1871360 KR

16 글½Þ 세÷프 Þüý íþÝ 디É털 스Þ 감쇠기 10-1838958 KR

17 디É털 스Þ 감쇠기 Þü 10-1776054 KR

18 디É털 오디오 앰프 10-1722767 KR

19 스피커 드ÿ÷버 및 ý 동Ø 방½, þ퓨터 프üý램 10-2348187 KR

20

주ü Þü

ÈÌ½ õ쉬ý수 Õ호Ö 장Þ 10-0656375 KR

21 오실레÷터 샘플ù 방½Ç ÷ïÝ 실난수 ÀÝ 장Þ 10-1127961 KR

22 ú랜스포머의 커플ùÇ ÷ïÝ ì동 ÌÖ 제õ À진기 및Ê교 ÌÖ 제õ À진기 10-0952424 KR

23 ì 격½÷ û성Ç ¾는 RF 스위Þ 10-1874525 KR

24 헤드ó 드ÿ÷버 10-1081654 KR

25 와÷õ 본딩 기Ý ÿø터 효과ý ÷ïÝ ì 격½÷ û성Ç ¾는 RF 스위Þ 10-2034620 KR

※ 2024년말 기É
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04 주요 ßú너ï

기ß부터 설계 및 검증의 단계를 거쳐 양산 성공, 높은 품질 관리와 신뢰성 ×ü

파ö드리
업체

조½
업체

테스ú
업체

후공정
업체

디É털 신호처½

맞í형설계

Ì½ Íþý Íÿ

고성능반도체

안정¼ SCM­½ 및

품질대응능력
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05 글ü벌 진출

글로벌 탑티õ 고½사 ×ü 및 다양한 산업으로의 É용 추진
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06 요þ 재무제표

(단위: ½만Ö)

í분 FY22 FY23 FY24 1H25

매출æ 5,437 6,232 8,372 1,953

매출Ö¬ 2,766 3,907 5,548 859

매출총÷ø 2,670 2,326 2,823 1,094

판매þ와 ­½þ 4,175 5,841 7.699 3,719

ÇÆ÷ø(Ñ실) (1,505) (3,516) (4,876) (2,625)

®융수ø 274 357 1,326 438

®융þï 2,344 1,334 292 531

기Ð수ø 84 90 118 17

기Ðþï 5 21 18 90

½ÿ세þïì감
Ì순÷ø(Ñ실)

(3,495) (4,423) (3,742) (2,791)

½ÿ세þï(수ø) (231) (497) 478 (276)

당기순÷ø(Ñ실) (3,265) (3,925) (4,221) (2,515)

요þ 재무제표 요þ Ñø계산Ý
(단위: ½만Ö)

í분 FY22 FY23 FY24 1H25

ç동×산 6,925 15,579 31,837 29,073

þç동×산 1,411 2,839 4,916 4,953

×산총계 8,336 18,419 36,753 34,026

ç동½Ì 9,164 2,051 2,406 2,405

þç동½Ì 1,688 2,003 3,182 2,923

½Ì총계 10,852 4,055 5,588 5,328

×본® 2,150 5,282 6,982 6,982

×본Ðí® 834 18,303 37,588 37,588

기Ð×본í성요Í - 307 392 437

기Ð포­Ñø누계æ 62 (40) (88) (86)

÷øÐí®(결Ñ®) (5,562) (9,487) (13,708) (16,223)

×본총계 (2,516) 14,364 31,166 28,698

업데이트



혼성신호 Þ스Ý ¼÷ü SoC ½÷

㈜아÷언디바÷스
ÝþÞ ½¸í ½¸대ü 636, 7ÿ (신사동, 두Ö빌딩)

Tel: 02-541-2896 | Fax: 0505-541-2896
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